SUR-TIN

Chem. Verzinnung

Arbeitsanleitung

Ansatz

Die folgende Vorschrift zum Ansatz von
SUR-TIN muR aus Sicherheitsgriinden in
Ablauf und Reihenfolge streng befolgt
werden.

Flllen Sie bitte zunéchst 2 | Wasser, Tem-
peratur ca. 50 °C in en sauberes,
temperaturbesténdiges Gefa? mit einem
Fassungsvermdgen von min. 3 Litern.

Figen Sie SUR-TIN Teil | hinzu und
rihren Sie das Gemisch um. Vorsicht,
atzend: Augen schiitzen! Spritzer auf Haut
und Kleidung vermeiden! Immer SUR-
TIN Teil | zum Wasser geben, nie umge-
kehrt verfahren. Das Produkt enthélt
Schwefelséure.

Figen Sie nun SUR-TIN, Teil Il hinzu.
und riihren Sie die Flissigkeit so lange
um, bisTeil 1l vollsténdig gel6st ist.

Unter dauerndem Rihren mischen Sie nun
bitte Teil 111 hinzu. Es entsteht eine fast
klare, gebrauchsfertige Lésung. Die
pulverférmigen Bestandteile I und Il
von SUR-TIN sind gesundheitsschéadlich.
Einatmen und Verschlucken vermeiden!
Aufbewahrung

Die gebrauchsfertige Losung ist wieder-
verwendbar und mehrere Monate haltbar.
Sie soll in einem deutlich gekennzeichne-
ten, verschlossenen Geféld bei mind. 20 °C
undim Dunkeln aufbewahrt werden.

Anwendung

Mit der Zeit bildet sich am Boden des
Vorratsgefalies ein weil3er Niederschlag.
Die Losung muf3 daher vor Gebrauch
kréftig geschittelt oder aufgeriihrt wer-
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den. Die Verarbeitungstemperatur sollte
zwischen 20 undca. 40 °C liegen.

Vor dem Verzinnen muld der Fotolack
grindlich entfernt werden. Als prakti-
kabel hat dch das nochmalige
ganzflachige Belichten und Entwickeln
der Platine erwiesen. Naturlich kann die
Reinigung auch mit Lésungsmitteln (Al-
kohol, Aceton etc.) erfolgen. Achtung:
Auch geringe Rickstdnde von Fotolack
behindern den Vorgang!

Vor dem Verzinnen ist eine grundliche
Spilung der Platine unter flielendem
Wasser unerl&Rlich. Ubrigens  machen
sich auch Fingerabdriicke auf dem Kupfer
stérend bemerkbar!

Lassen Sie die Platine nun bitte in die
Schale mit Verzinnungsldsung gleiten.
Die Zinnabscheidung auf dem Kupfer
setzt sofort ein und ist nach etwa 2-3 Mi-
nuten abgeschlossen. Die chemische Re-
aktion ist selbstbegrenzend, die maximal
erzielbare Schichtdicke betragt etwa Sum.

Nach der Verzinnung wird die Platine
nochmals unter kraftigem, heilfem Was-
serstrahl grindlich gespult und dann mit
saugféhigem Papier kraftig abgerieben.
Die Lotbarkeit ist auf der frischen Zinn-
schicht am besten. Besonders bei feuchter
oder durch Chemikalienddmpfe bel asteter
Umgebungd uft kann es nach wenigen Ta-
gen passieren, daid die Zinnschicht wieder
anlauft. In diesem Fall kann die Platine
einfach noch einma in die Verzin-
nungsl dsung gel egt werden.
Dievorliegende Anleitung basiert auf um-
fangreichen Laborversuchen. Sie soll 1h-
nen einen problemlosen Umgang mit
SUR-TIN ermdglichen. Fir Schéden
durch Nichtbeachtung oder fir andere
Folgen bel der Anwendung kdnnen wir
jedoch naturgemal3nicht haften.

Zu den in SUR-TIN verwendeten Chemi-
kalien haten wir Sicherheitsdatenblatter
fur Siebereit.
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